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研究代表者の専門分野：生産加工・工作機械 
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１．研究計画の概要 
 16 万 rpm 以上の超高速ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙを搭載した
高速工作機械を中心にしたプリント基板業
界向けの次世代の生産システム・CAM システ
ムの構築を行う．特に超高速回転するドリル
工具を用いるため，加工熱のドリル蓄熱現象，
送り軸の高加速減速に伴う工作機械のテー
ブルやスピンドルの振動などの現象を解明
して，当該工作機械の性能を十分に生かすた
めの生産技術を研究する． 
２．研究の進捗状況 
 加工対象が樹脂材であるために，加工温度
のコントロールが重要であることがわかっ
た．ドリル加工時の加工温度を一定化する手
法をベースにして加工パス，送り条件を設定
することで品質と能率の最適化が可能であ
ることを示した．また工作機械の送り軸モー
タの負荷容量を考慮しながら，系全体で無理
のない指令系を構築することが重要である
こともわかった． 
３．現在までの達成度 
 穴あけ順の最適化，加工温度に着目した加
工条件の最適化については予定通りに遂行
できた．工具摩耗に関する実験に若干の遅れ
がみられるが，全体としては概ね予定した通
り順調に研究は遂行しており，達成度は 90％
である． 
４．今後の研究の推進方策 
 工具摩耗に関するデータ収集を急ぎ，工具
交換時期に関する最適化手法を検討する．さ
らに業界全体のニーズに応えるために，成果
の一般化やシステム化などで波及を目指す． 
 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に

は下線） 
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